
来場
申し込み

予
約
制

右記QRコードよりお申し込みください。

申し込み期限： 7月13日（月）
※昼食の申し込みも可能です。

昼食をご希望の場合：
申し込み期限  �月�日(木)まで

※展示内容は変更となる可能性があります

ブラザーテクノロジーセンター刈谷
2026.7.15  -16水 木10：00 -16：00

セミナー
講 演

スペシャル

※各日とも午前・午後は同内容です。

事前
申し込み制
ご来場の際は、下記の
「来場申し込み」から
来場登録をお願い
いたします。

��日のみ午前・午後
各１回開催

現在の半導体産業の潮流と、あわせて、半導体の加工現場の
今をご紹介します。

7/15 セミナー

10:30-11:30午前 13:30-14:30午後

7/16 講演 +  セミナー
10:30-11:45午前 13:30-14:45午後

Solution Fair 2026

��番�軸による加工のコツ
半導体関連ソリューションのご紹介
コラボメーカーセミナー

産業タイムズ社
会長 泉谷 渉様講師

日時

※下記の「来場申し込み」よりご登録ください。
　席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。事前予約制

��番�軸加工の新しいステージを体感！
⌀���mmの治具エリアを有したHU���Xd�による大物加工。今春ついに登場したU���Xd�

高トルク仕様によるS��Cの�軸割出加工では⌀��mmフライス（プランジ加工）も実演。
他にも同時� 軸、� 軸＋旋削加工などSPEEDIOならではのさまざまな加工ソリューションを提案いたします。

多数出展し、� 軸加工や半導体関連のソリューションを展示します。

半導体製造装置のワークのデモ加工や展示、
脆性材：セラミック、難削材：インコネルなどの加工を実演します。

他にもSPEEDIOで加工した SiCのワークも紹介。

�軸 半導体&

����年の半導体産業は
���兆円の巨大市場に成長する!!

設備投資も活発化し、装置と材料に大きなインパクト



※駐車台数には限りがあります。公共交通機関（JR 野田新町駅から徒歩約
　3分）でのご来場にご協力お願いいたします。
※駐車場はブラザーテクノロジーセンター北側の「ブラザー工業刈谷工場お客様
　駐車場」をご利用ください。誘導員がご案内いたします。
※2023/4/1より刈谷工場を含むブラザー工場敷地内は全て禁煙になりました。
　ご協力お願いいたします。

自動車

JR

名鉄 名古屋 知立

名古屋 刈谷 野田
新町 刈谷工場

ブラザー

※名鉄でお越しの方は、刈谷駅で
　JR にお乗り換えください。

徒歩3分

23号西中IC下車
or 419号 西中インター 西中苑

23号 野田 IC下車

交差点を西 交差点を南

松栄町東 野田町
交差点を西 交差点を北

カーナビ検索用電話番号：0566(95)0070

展示会会場

https://www.brother.co.jp/
マシナリー事業

ご不明な点がありましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

ブラザー工業 刈谷工場敷地内

ブラザー工業 ������� 展示会事務局 Speedio@brother.co.jp

愛知県刈谷市野田町北地蔵山 � 番地 �

お問い合わせ先
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西中苑

野田町
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野田町 松栄町

松栄町東
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新林町平草
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野田新町駅
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野田新町駅
刈谷工場

ブラザー
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名古屋鉄道

GoogleMap 至
豊
橋

至岡崎

至名古屋

至刈谷

テクノロジーセンター
入り口

刈谷工場
お客様駐車場

約５0台

守衛室

普通車
� 台

バ
ス

１
台

※テクノロジーセンターの
　入り口と駐車場は
　　異なります。

来場
申し込み

予
約
制

右記QRコードよりお申し込みください。

申し込み期限： 7月13日（月）
※昼食の申し込みも可能です。

昼食をご希望の場合：
申し込み期限  �月�日(木)まで

デモ加工・展示デモ加工・展示 さまざまな�軸加工や、半導体で使われる難削材や樹脂の加工の実演、
そして、SPEEDIOで実際に加工した脆性材の紹介をします！

※順不同・敬称略

�軸 半導体

コラボメーカー

CAM Ai Solutions治具 ナベヤ 機内計測 レニショー

刃物 三菱マテリアル ホルダ NTツール

大物アルミ鋳物
ステアリングラック

ハウジング加工
S��C

�軸割出加工

チェスコマ
旋削＋形状加工

５軸

高トルク

インペラ
同時�軸加工

樹脂 PEEK材

難削材 SUS���
※他、インコネルも
　削ります。

脆性材 セラミック ���本
マガジン

治具エリア
⌀���mm

半導体 フィルタ サンメンテナンス工機

カバー ナベル

脆性材・樹脂用ツール OSG

ホルダ ユキワ精工


